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* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Cinquieme partie: Spécification pour cartes imprimées a simple
a double face avec trous métallisés

et

PREAMBULE

1

es décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technigues, préparés pardes.C
bl sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exp s 12 plus grand
un accord international sur les sujets examinés.

2).

3)

]

L
52

]
Prq

|

ircuits imprimés.

976. A la suite de. cette réunion,

[Un autre psojet, destiné a compléter les exigences de soudabilité de cette cinquieme partie, fut discuté lors de
ta Margheritaen
del Gomités nationux suivant la Régle des Six Mois en décembre 1977.

65 Comites nationaux des pays SULVATIS S¢ SONT PIONONCES explicitement e faveur de-tapublication——

977. A la suite de cette réunion, un projet, document 52(Bureau Central)145, fut soum

omités d’Etudes
esure possible

onaux adoptent
ns nationales le
le doit, dans la

c un projet, document
atiofiaux suivant la Regle des Six Mois en I:'IAin 1977.

ionaux selon la

Espagne Pologne

Finlande Roumanie

France Royaume-Uni

Hongrie Suéde

Israél Suisse

Italie Turquie

Japon Union des Républigues
Norvege Socialistes Soviéfiques
Pays-Bas Yougoslavie

réunion tenue a
s 2 Papprobation

Afrique du Sud (République d’)  Etats-Unis d’ Amérique Pologne

Allemagne Finlande Royaume-Uni

Belgique France Suéde

Canada Hongrie Suisse

Corée (République de) Israél Turquie

Danemark Italie Union des Républiques
Egypte Japon Socialistes Soviétiques
Espagne Pays-Bas

Note. — Les publications de la CEI a utiliser conjointement avec la présente publication sont énumérées a la page 6,

paragraphe 1.2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 5: Specification for single and double sided printed boards
with plated-through holes

FOREWORD

1) The forma) decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical €9
National Jommittees having a special interest therein are represented, express, as near
consensus pf-opinion on the subjects dealt with.

2) They have|the form of recommendations for international use and they are accepted\by the

sense.
t the
perhiit. Any divergence
¢) be clearly indicated in

3) In order t¢ promote international unification, the IEC expresses the wish
text of th¢ IEC recommendation for their national rules in so far as/hationa

between ti]
the latter.

A first draf{ was discussed at the meeting held in Nicg i : ; his meeting, a draft, Document 52(Cdntral
Office)139, was submitted to the NationdhCommitte Six Months’ Rule in June 1977.

Amendments, Document 52(Central Qffice i he National Committees for approval under the| Two
Months’ Procddure in January 1979

The Nationgl Committeesof the
Austral@

South Africa (Republic of) -

Austria Spain

Sweden
Switzerland

Japan Turkey

Netherlands Union of Soviet

Norway Socialist Republics

Poland United Kingdom

Romania Yugoslavia

A further d i i itions to the solderability requirements of this Part 5, was discussed at the meeting held in anta

Margherita i ssult/of this meeting, a draft, Document 52(Central Office)145, was submitted to the National
Committees for approval under the Six Months’ Rule in December 1977.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Belgium Israel Sweden

Canada Italy Switzerland -

Denmark Japan Turkey

Egypt Korea (Republic of) Union of Soviet

Finland Netherlands Socialist Republics
France Poland United Kingdom
Germany South Africa (Republic of) United States of America
Hungary Spain

Note. — The TEC publications to be used in conjunction with this publication are listed on page 7, Sub-clause 1.2.
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1.

CARTES IMPRIMEES

Cinquie¢me partie: Spécification pour cartes imprimées a simple et

Introduction

a double face avec trous métallisés

1.1

La Publication 326 de la CEI est applicable aux cartes imprimée

indépendamment de leur

recommandations pour le rédacteur de spécifications, des € i riptions pour
les différents types de cartes imprimées, par exemple cartes imprimé g double face,

But de la cinquiéme partie

La Publication 326-5 de la CEI conti
ques qui doivent étre évaluées’c
double face avec trous métallisés.

Publications de la CE associéés

CEI:

5 caractéristi-
h simple et a

2

vantes de la

Stre ucon Qi

spécifications

¢ptieme partie : Spécification pour cartes imprimées souples, sans connexjons transver-
sales (& I’étude)

Huitiéme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a double face, avec
connexions transversales (a 'étude).

2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées a simple et a double face avec trous
métallisés indépendamment de leur procédé de fabrication. Elie est destinée a servir de base aux
accords entre acheteur et vendeur. L’expression « spécification concernée », utilisée plus loin, se
rapporte a de tels accords.
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PRINTED BOARDS

Part 5: Specification for single and double sided printed boards

with plated-through holes

1. Introduction

IEC Publication 326 is applicable to printed boards, irrespective of( their ethodl of

manyfacture, when they are ready for the mounting of the components.

specification writer, test methods and requirements for the varioys

IE
requi

1.2 Assoc

sharasteristics to be assessed|and
% ed-through holes.

cra-

nder

2. Scope

rnnqidpraﬁnn)

Part 8: Specification For Double-sided Flexible Printed Boards with Through Connec-
tions (under consideration).

This standard is applicable to single and double sided printed boards with plated-through holes
irrespective of their method of manufacture. It is intended as a basis on which agreements between
purchaser and vendor can be made. The term ‘‘relevant specification™ used herein refers then to
such agreements.
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3.

4.

7.

Objet

Définir les caractéristiques a évaluer, les méthodes d’essai a suivre et formuler des
uniformes pour juger des propriétés et des dimensions.

Généralités

prescriptions

Les tableaux suivants contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais

appropriés pour vérifier ces caractéristiques.

Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tableau I, page 10,

doivent étre

effectués. Torsque la spécification concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques

supplémentaires qui exigent d’autres essais, les essais 2 appliquer doivent
tableau II, page 22. '

cette nécessité est indiquée par un astérisque dans la colo
alors spécifiés selon la Publication 326-2 de la CEL

'a jon

slairement la darte imprimée. Les recommandations données dans la Publica

échéant, et’des valeurs nominales sans tolérances ou de simples valeurs maximales
i i i i éci ont nécessa

certaines zones ou parties de la carte imprimée, elles doivent étre appliquées uniq
zones ou parties.

~ P PRy

e «ch

bisis dans le

, concernée,
détails sont

tre effectués

mneec.

I)nt réalisées

appropriée

née contient toutes les informations nécessaires pour défipir complete-

ion 326-3 de

It conviend d’éviter les prescriptions superflues. Les écarts permis doivent étre sfipulés, le cas

pu minimales
res que pour
uement a ces

S’il existe différentes possibilités de présentation, de classes de tolérances, etc., ce sont celles qui

sont données dans la Publication 326-3 de la CET qui seront choisies.

Caractéristiques des cartes imprimées

(Tableaux I et IL)
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3. Object

To define the characteristics to be assessed, the test methods to be used and to establish uniform

requirements for judging properties and dimensions.

4. General

The following tables contain all important characteristics and make reference to the appropriate

tests to verify these characteristics.

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table I, page 11, shall be carried out. Where
the relevant specification specifically claims additional characteristics which require additional

tests, the relevant tests shall be selected from Table II, page 23.

indicated by an asterisk in the relevant column. These details shal
with IEC Publication 326-2.

seqience, unless otherwise specified.

The sample quantity shall also be specified by

5. Test $pecimens

< =

6. Reley

ci jcati

wherenecessary a

L'.." ant Where pre e_spe at101S are necessa 0 eriam areas o

printed board only, they shall be applied and restricted to those areas or parts.

be prepared in accordance with Sub-rlause
attern is shown in Figure 1, page 26.

board_

. The recommendations given in IEC Publication 326-3 shpll be

stated

d nominal values without tolerances or simple maxima or minima shall bg given

pf the

If there are several possibilities of presentation, of tolerance classes, etc., the selections given in

IEC Publication 326-3 shall be applied.

7. Characteristics of printed boards

(Tables I and IL)
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TaBLeaU I

Caractéristiques fondamentales

Trous njétallisés

Eprouvette compos%t‘c/()(@e A W

ace totale des manques ne doit pas
asser 10% de la surface totale de la
paroi. La dimension la plus grande ne doit
pas dépasser 25% de la circonférence du
trou dans le plan horizontal ou 25%
de I'épaisseur de la carte dans le plan
vertical

La métallisation des trous métallisés ne doit
pas présenter d’interruption a la jonction
de la paroi du trou et de I'impression
conductrice

La jonction doit étre considérée comme se
prolongeant dans le trou sous la surface
de la carte sur une distance égale a une
fois et demie I’épaisseur totale de cuivre a
la surface

* Voir le troisi¢me alinéa de larticle 4.

11 ne doit y avoir ni coupures du cuivre sur la
circonférence ni décollement annulaire
du cuivre de la paroi du trou métallisé

Le nombre de trous avec des manques de
métallisation ne doit pas excéder 5% du
nombre total des trous métallisés

Pour les cartes imprimées 2 simples faces a
trous métallisés, les prescriptions relati-
ves au revétement métallique s’appli-
quent aux 80% de la hauteur du trou

mesuré a partir de la face soudure.

3 2
= g
N = g
<
8 2 8 8 o £
- 0 < o ©
= T a o
P @ g~ o = -2 g = .
Caractéristiques 68Ul ool = 9 Exigences Remarques
—~ = w =9 =5
o .2 = 8 & =)
B = = < W ks < =
Fo 5 20 S oo
o B L e R (SRR
ZAES | Qe a | W=
Examen|général
Examenl|visuel
Conformité, identification 1 *
Aspect ¢t qualité de 'exé- la
cutiof
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TaBLE 1

Basic characteristics

o™ 23
, 2 =
S | 225 ¢
i3] o == o
o T E 8 g
2 2oEl 8 .
L = & )
Characteristics s 281 % Requirements Remarks
= =0 £
.0 c 0o =3
o= c o LS
Z A = = g,
= Y > ‘5
o S
Bn | 253l 27
B~ = < S g n 8
(
General examinatiqn
Visual examination
Conformity, identification 1 * Pattern, marking, identificatio a)
terial finishes shall comply wi
evant specification. The; I
apparent defects
Appearance and | work- la The boards shal

manship processed ip-a

Plated-through holkes

[

ircumference in the horizontal plane and
of the thickness of the board in the
rtical plane

Plated-through holes shall have no plating
voids at the interface of the hole wall and
the conductive pattern

Complete épﬁe/\e( p/att3n ’
N 4

The interface shall be considered to extend
into the hole below the surface of the
board a distance of one and a half times
the total copper thickness on the sur-
face

Cf
NI 2L

la There shall be no circumferential cracks of
the copper, or circumferential separation
of the copper from the wall in the plated-
through hole

Holes with plating voids shall not exceed
5% of the total number of plated-through
holes

For single-sided printed boards, the plating
requirements apply to 80% of the hole
length measured from solder side

* See the third paragraph of Clause 4.
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TaBLEAU I (suite)

1 2
£ g
N =g g‘
[ < a
8 2 &8 o 9
— O a - ©
I —~ T 5 5]
P @ g o = .2 S b -
Caractéristiques g | o 88| m¢ Exigences Remarques
2L el =
285|232 | £3
-0 =% o W oo S =
0 = a8 = A,
e Bo | wag G @
Z & [a P m o=
Défauts des conducteurs 1b _J‘é Il ne doit y avoir ni coupures ni fi Siné ire, cela est vérifié
g imperfections, telles que par \yn contrdle des di-
g défauts de bords, sont permj ensipns, selon P'essai 2a
S que la largeur du condtcte
] o de fuite entre conducteurs
% 3 réduite de plus gu'i
I a- spécification
(= 0 0
a8 20% ou 3
Particules| entre conduc- 1b Si nécespaire, cela est vérifié
teurs ou lc par contrdle des di-
mensipns, selon I'essai 2a

Controle des dimensions

Dimensiops de la carte

<

Epaisseug de la carte da
la zone des contdc
d’extrémité de carte

Trous

§\

7

Y

N

isseur nominale de la carte doit étre
conforme 2 la spécification concernée

L’épaisseur totale de la carte et les tolé-

rances doivent étre conformes a la spéci-.

fication concernée

Les diamétres nominaux et les tolérances
des trous de montage et des trous pour
composants doivent étre conformes a la
spécification concernée

et les tolérances doivent
étre [spécifiées selon la
Modiffication N° 1 a la
Publitation 321 de Ila
CEIl

L’épaisrur totale de la carte

Une ggmme recommandée
de trous de différents dia-
meétrgs et tolérances est
donnge dans la Publica-

Fentes, encoches

Largeurs des conducteurs

Eprouvette composite

compléte

Le diamétre nominal des trous métallisés
utilisés uniquement pour les connexions
transversales doit étre conforme a la
spécification concernée

Les dimensions doivent étre conformes a la
spécification concernée

Les largeurs doivent &tre conformes aux
valeurs particuli¢res correspondantes in-
diquées dans la spécification concernée

i 26-3 de la CEI

Une mesure précise n’est pas
nécessaire parce que les
écarts ne sont pas impor-
tants

Si aucune tolérance n’est
indiquée, les tolérances
larges données dans la
Publication 326-3 de la
CEI sont appliquées
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TaBLE I (continued)

ol L
[ v —
O = w5 ‘&
o 52! g
« 2 - & | &
= ©TEg8y) E
2 2oE| 8§
Characteristics s L3 s e Requirements Remarks
. — Q
. B Sg%| =g
C = o 2g L e
7z, s e g £ =
- O 583|855
173 3} Q +
o 1 ] — a v
== <28e! o8
/
2 *w .
Conductor defects 1b B There shall be no cracks or breaks. Imper< necessary, this shall
2 fections such as voids or edge defectsdr vegified \py dimen-
§ permissible provided the conductor width indtion, using
o g orthe leakage path between co
pol= not reduced by more than spe
E‘ & relevant specification, fo
88 or 35%
Particles between ¢onduc- 1b F Where necessary} this shall
tors or Ic be verified by dimensional
examination, psing Test
2a
Dimensional examihation
Board dimensions 2

Board thickness |in the
zone of edge board con-
tacts

Holes

s

"D

The total board thickness and the tolerances
shall comply with the relevant specifica-
tion

Nominal diameters and tolerances of
mounting holes and of component holes
shall comply with the relevant specifica-
tion

The total board|
and toleranceq shall be
specified in 4ccordance
with Amendment No. 1 to
I1EC Publicatign 321

thickness

A recommended range of
hole sizes and tplerances is
given in IEC Publication
326-3

Slots, notches

Conductor width

Complete composite

test pattern

The nominal diameter of plated-through
holes used for through connections only
shall comply with the relevant specifica-
tion

The dimensions shall comply with the rel-
evant specification

The width shall comply with any specific
dimensions given in the relevant specifi-
cation

Accurate measurement is
not necessary since devi-
ations are not important

If no tolerances are stated,
the coarse deviations
given in IEC Publication
326-3 shall apply
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TaBLEAU 1 (suite)

des pastilles

Tolérande de position des

axes de trous :

Résistange des intefcon-
nexiorls

Essais élgctriques

Résistand

N Y

uvette co

b

C

es des trous doivent étre situés dans
les tolérances spécifiées dans la spécifica-
tion concernée

La résistance doit étre conforme a la spéci-
fication concernée

La résistance d’isolement doit &tre con-
forme 2 la spécification concernée

%é 2
v
o~ [} Q 8
: ol £
8 |gE8| 88
‘s © -~ T g I3
P 2 8- o =2 5 .
Caractéristiques 828m| o S| =2 Exigences Remarques
280|258 €3
oEgf2| 888 | 8 S
e bo| @ aB| Cw
ZE&T | Am & =
2a Des imperfections, telles que manques
défauts de bords, sont peraii
que la largeur du conducte
réduite de plus qu’il ¢
spécification concetnée,
20%0 ou 35%. L3
ne doit pas € supéri
Espacements des conduc- 2
teurs
Excentration des trous et 1a, 2a

La résiftance d’isolement est

mesyrée avant et apres les
éprepves climatiques et 2
hautg température,
comfne spécifié dans la
spécification concernée

Conditionnement selon la
Publication 68-2-3 de la
CEI: Essai Ca: Essai
continu de chaleur hu-
mide, ou Publication
68-2-38: Essai Z/AD:
Essai cyclique composite
de température et d’hu-

Préconditionnement 182

Mesure dans les conditions 6a *
atmosphériques norma-
les

midité

* Voir le troisi¢me alinéa de I’article 4.

Conditionnement applicable

a spécifier dans la spécifi-
cation concernée
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TaBLE 1 (continued)

18a

the relevant specification

measured bef¢re and after
environmenta] condition-
ing and at elgvated tem-
perature, as ppecified in
the relevant specification

Q@ @ L
O = oo ‘7
S 15%£| ¢
o T £ 8 g
g | 29E| 8
Characteristics s 22 g s o Requirements Remarks
s | 27| 58
Z& | £7E| E§
20 |85 82
3 m o — a |73
7
2a Imperfections such as voids or edge defect<i
are permissible, provided the condyct
width is not reduced by more than speci-
fied in the relevant specific
20% or 35%. The length L &f a de
Spacing between [conduc- 2 F
tors 4
Misalignment of fole and 1a, 2a P There shall
land k3 h hall :
5 of the Tahd and\the*conductor
A
Positional tolerapce of 35 es shall be within any devi-
hole centres - atiotnspecified in the relevant specifica-
Q b S B icn
Electrical tests <\/\\/\
Resistance of interconnec- 3b : \\/ The resistance shall comply with the rel-
tions \/ ‘ evant specification
Insulation resistange > > E The insulation resistance shall comply with Insulation resistance shall be

Preconditioning

Measurement at standard

atmospheric conditions

Conditioning, as specified
in IEC Publication
68-2-3: Test Ca: Damp
Heat, Steady State, or
Publication  68-2-38;
Test ZIAD: Composite
Temperature/humidity
Cyclic Test

* See the third paragraph of Clause 4.

Applicable conditioning to

be specified in the relevant
specification
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TaBLEAU I (suite)

atmosphériques norma-
les

Mesure aftempérature éle-
vée

Force d’atrachement

Force d’a
tilles a
tallisés

chement, pas-
¢ trous non mé-

Force d’aprachement,
métallisés sans

trous
pastille

Planéité

Essais di
Revéteme

finition
Adhéren

métallique, méthod
ruban rdhésif

10b

11a

¢_doit pas se détacher lors des
¢ _brasage. La force d’arra-

d’arrachement ne doit pas étre
inférieure a la valeur spécifiée dans la
spécification concernée

Le rayon de courbure ne doit pas étre
inférieur a la valeur spécifiée dans la
spécification concernée

On ne doit pas constater la présence de
revétement adhérant au ruban adhésif
apreés lavoir arrachée du conducteur,
autre que le surplomb

3 2
g g
o =88 £
\O % @ &
N s E O o @
— o < o <
< ~ T e Q
PR @ 8= 0 =3 8 = .
Caractéristiques 8gm| o 25| =2 Exigences Remarques
— s (o]
o .2 2 23&| €3
sg 2| ER8| £ &
o B o O @ O O
ZET | A & A=
[
Mesure a]haute tempéra- 6a *
Q
Essais méganiques
Force d’adhérence G La force d’adhérence doit étre
la spécification
Mesure d4ns les conditions 10a

Epaisseur de métallisation
(zones des contacts)

Soudabilité

A) Quand l'emploi d’'un
flux non activé est
agréé par l'acheteur et
le vendeur

13f

14a

* Voir le troisiéme alinéa de Particle 4.

L épaisseur doit étre conforme & la spécifi-
cation concernée

Les conducteurs doivent étre couverts d’un
revétement lisse et brillant d’alliage avec
uniquement des traces (environ 5%) de
défauts éparpillés, tels que piqiires, surfa-
ces non mouillées ou ayant subi un retrait
de mouillage. Les défauts ne doivent pas
étre localisés en un seul endroit de la
surface ’

Flux non activé, comme spé-
cifié au paragraphe 6.6.1
de la Publication 68-2-20
de la CEI
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TasLE 1 (continued)

plated-through b

FHatness

Miscellaneous tests

Plating finishes

method

oles

Adhesion of platirjg, tape

tact areas)

Solderability

between
and vendor

* See the third paragraph of Clause 4.

13a

ue specified in the relevant speci-
tio|

e radius of curvature shall be not less
than the value specified in the relevant
specification

There shall be no evidence of plating adher-
ing to the tape after removal from the
conductor, other than that resulting from
overhang

q » 2
§525|8
o o = o
= TE 8| E
S zwE | 8
Characteristics ‘g E % é - Requirements Remarks
5 | E8Z| 58
ZE | 275 E§
- O 58> 8 o
Sm gD 2 23
[
Measurement at elevated 6a * *
temperature
Mechanical tests
Peel strength G The peel strength shall comply” with
relevant specification \
Measurement at sfandard 10a
atmospheric conglitions
Measurement at efevated 10b
temperature
Pull-out strength
Pull-off strength,| lands 11a ceme detached during
with plain holes pull-off strength
he/value specified in
Pull-out strength, fandless 11b t steength shall be not less than

Thickness of plating (con-

A) When the use of anon-
activated flux is agreed
purchaser

13f

14a

H A

The thickness shall comply with the relevant
specification

The conductors shall be covered with a
smooth and bright solder coating with not
more than traces (approx. 5%) of scat-
tered imperfections such as pinholes,
unwetted or dewetted areas. The imper-
fections shall not be concentrated on one
area

Non-activated flux as speci-
fied in Sub-clause 6.6.1 of
IEC Publication 68-2-20
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TABLEAU I (suite)

Caractéristiques

Ne de I'essai
Publication 326-2
de la CEIL

fier dans la
ification concemée

spéci

Détails de I'essai

a spéci

s

I’éprouvette composite

Echantillon de

Exigences

Remarques

A la péception

Aprgs vieillissement
accéléré

B) Quai
flux
par
vend

O

Ala
vieil

issement accélé

0
()

U

5 s/et 6 s et ne doivent pas présenter de
retrait de mouillage

Pour le mouillage et le retrait de mouillage
(si applicable) les trous doivent étre con-
formes aux trous correctement mouill€s,
représentés 2 la figure 3, page 29

Pour les cartes avec ou sans revétement de
protection temporaire soudable :

Conditions applicables a
spécifier dans la spécifica-
tion ¢oncernée

Flux aftivé (0,2%) comme
spécifié au paragraphe
6.6.3 de la Publication
68-21-20 de la CEI

NP NP ST TEYN sz
1v1uumagc T L CCITAImIToT UUTU CLITICTIIOUTaT
dansles 3 s

Retrait de mouillage: L’échantillon doit
rester en contact avec 'alliage en fusion
pendant un temps comprisentre 5set6 s
et ne doit pas présenter de retrait de
mouillage

Pour le mouillage et le retrait de mouillage
(si applicable) les trous devront étre
conformes aux trous correctement mouil-
1és représentés a la figure 3, page 29

Conditions applicables 2
spécifier dans la spécifica-
tion concernée
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TaBLE I (continued)

Characteristics

Test No.

o
: 2

o FRE
I S

] 6“.4:
c | S=3
2 =
s | EE€8
= =0 &
L e Q
= o%c
Al EDS
Q 583
o 209
Ll <d—l¥4

Specimen of composite

test pattern

Requirements

Remarks

VA

As received cgndition

After accelerafed age-

ing

ARG,

(o)

Wetting: The specimen shall wet within 3
When temporarily protective co
intended to preserve the wettabili
used, the specimen shall wet withi

dewetted

nen shall wet within

wiens shall remain in
molten solder for
6 s and shall not have

Fox both wetting and dewetting (if appli-
cable) the holes shall comply with the well
oldered holes of Figure 3, page 29

K

Applicable cond]
specified in tl
specification

tions to be
be relevant

B) When the usg of Activated flux [(0.2%) as
activated ﬂuxSEa ree specified in |Sub-clause
between  purChaser 6.6.2 of IEC|Publication
and vendor \ 68-2-20
As received donditiont For boards with or without solderable tem-
and after acgelefated porarily protective coating:
ageing

WeTlng ™ The Specimerr shattwetwithim
3s
Applicable conditions to be

Dewetting: The specimen shall remain in
contact with the molten solder for
between 5 s and 6 s and shall not have
dewetted

For both wetting and dewetting (if appli-
cable) the holes shall comply with the well
soldered holes in Figure 3, page 29.

specification

specified in the relevant
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TABLEAU 1 (suite)

Acceptation si:
a) marquage

3 2
g 2
Q =2 g é‘-
8 2 g8 o 9
1]
o o : - ©
Caractéristiques 2m|logs| =9 Exigences Remarques
80| aBS | €5
se2g|E3E| §¢
o B :‘o B &9 Gl oy
Zads | As & @M=
£
Résistande aux solvants et 17a * Aucun signe de: g\
aux flyx — cloquage ou décollement ipferteminaixe ;
— enlévement accidentel d¢ ¢ ol
d’encre;
- dissolution;

* Voir le tfoisiéme alinéa de l’articlé E \>\>
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TasLE I (continued)

[o\] Q
A RN
O T 2]
b 2581 §
P S -2 a
= TEJIl E
2 voE| 8
. . -~ * .
Characteristics s 2.2 é g e Requirements Remarks
2 —Z
. B sg2| =g
o= ) QE [OR=
ZA 225 | ES
20 | B85 3+
o m AP a8
[ = < -8 1> 2=
Solvent and flux rdsistance 17a * No sign of:

— blistering or delamination;
— random removal of areas of resist
— dissolving ;

— substantial change in colour

Accept:
a) markings unaffec
b) markings reduced b

ar -

ut legible

* See the third paragraph of Clause 4.

9,



https://iecnorm.com/api/?name=e18281d9582646626bc4e4d7507f27eb

— 22

TaBLeAU 11

Caractéristiques supplémentaires (a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

teurs

Variation de résistance des
trous métailisés

Epreuve

Epreuve

MY

résista oit étre conforme 2 la spéci-
icatiolyconcernée

La variation de résistance doit &tre con-
> forme A la spécification concernée

L’épreuve est exécutée sur cinq trous au
moins. Le revétement dans les trous doit
résister au courant approprié comme spé-
cifié dans la Publication 326-2 de la CE1
sans destruction (fusion) ni surchauffe se
traduisant par une décoloration

3 2
el %
o~ =8 &
& | Fas| L E
Q
P $E°| o3
= —T g = 8
e . @ G e o w8 c = .
Caractéristiques gmlo2gs| =g Exigences Remarques
- o O KR R3] -
0 | ZEE| §8
TEs—-|l s | =
=) O a0 o
o 8 @ . Q0
Z&e TS| Qe @ 43
Controle|des dimensions
Position fe 'impression et La position doit &tre confo: e n'¢st généralement pas
des trqus par rapport a spécifique donné dap rée étant donné que
une donnée de réfé- concemnée e int important qui
rence commande la largeur ra-
diale| minimale de la pas-
tille pst la relation entre
impression et trou. Lors-
que ¢ette mesure est spé-
cialement requise, on ap-
plique les écarts donnés
dans|la Publication 326-3
de 14 CEI
Essais élgctriques
Résistande
Résistanfe des conduc- 3a,

Conditionnement selon la
Publication 68-2-3 de la
CEI: Essai Ca: Essai
continu de chaleur hu-
mide

* Voir le troisi¢me alinéa de Varticle 4.

Epreuvelde\courant, con- Sb * Les conducteurs ne doivent pas étre dété-
ducteurs riorés (fusion) et il ne doit pas y avoir
de surchauffe se traduisant par une déco-
loration
Epreuve de tension 7a * I ne doit pas y avoir de décharge disrup-
tive
Dérive de fréquence 8a * La dérive de fréquence ne doit pas dépasser

les limites spécifiées dans la spécification
concernée
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TabpLE I

Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

v

plated-through [holes

) )
Vo

ion shall be met

o ]
. ] =
S | S2E8] 2
o v -5 c.
= T £ 8 £
- 2 | g9l 8
Characteristics g E j_:’ Sg % o Requirements Remarks
;5 | £82| 58
Z8 295 ER
= Q 583 82
o w 2ov| &8
= < =2 [Z2 =1
VA

Dimensional examination <&

Position of patfern and The position shall comply with any s not meas-
holes relative tq¢ a datum details given in the relevant irfiportant fea-
reference relationship -

m and hole,
hich contro}s the mini-
um radial [land width.

When specially called for,
the deviatiogs given in
IEC Publicdtion 326-3
shall apply

Electrical tests

Resistance

Resistance of corductors 3a ¥

Change in resisfance of 3c of The reguirements of the relevant specifica-

Conditioning as specified
in IEC Publication
68-2-3; Test Ca: Damp
Heat, Steady State

* See the third paragraph of Clause 4.

limits specified in the relevant specifica-

tion

Current proof
Current proof,| plated- At least five holes shall be tested. The
through holes plating within the hole shall withstand the
appropriate current as specified in IEC
\ Publication 326-2 without burnout
(fusing) and without overheating as
apparent by discolouration
Current proof, cdnductors 5b * The conductors shall not burn out (fuse)
and there shall be no overheating as
apparent by discolouration
Voltage proof 7a * There shall be no disruptive discharge
Frequency drift 8a * The frequency drift shall not exceed the
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TaBLEAU X (suite)

] g
& g
Q =g g'
t = P=1
\O ®w 2o o 0
5 | B8 s
P g g ; b 9 S g .
Caractéristiques 2m|v2g| =¢ Exigences Remarques
- s wH g s 5
o .2 =98& | £3
-0 =8 o Qg [
o = = a3 = Q.
So| Q281 990
ZES | Qe | @2
7
Essais divers
Revétements métalliques de
finition
Adhérende du revétement 13b
métallique, méthode du
brunissgment
Porosité, | exposition aux 13c
gaz
Porosité, pessai électrogra- 13d
phique 13e
Epaisseus] de métallisation 13f
(en delors des zones de
- contact]) <\

* Voir le tr

Echantillon C:

: Soudabilité des trous métallisés.

Force d’arrachement des trous métallisés sans pastilles.

majorité des

Coupe micrographique ; épaisseur de métallisation.
Echantillon D: Variation de résistance des trous métallisés.
Echantillon E: Résistance d’isolement.

Echantillon F:
Echantillon G:
Echantillon H.
Echantillon J:

Echantillon K:

Définition des conducteurs.

Force d’adhérence.

Soudabilité de la surface des conducteurs.

Force d’arrachement des pastilles des trous non métallisés.
Revétements métalliques de finition.

Note. — Les impressions A, F, G, H, J, K de I'éprouvette composite (avers) de la figure 1a sont identiques a celles données
dans la Publication 326-4 de la CE, figure 1: Eprouvette composite.
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TasLE II (continued)

@ 2o« 2
Nod = &
S E£g é
o O =
= o< E g =
2 2o0%| 8
- = b= )
Characteristics © 2E8| % - Requirements Remarks

5| 28°%| g5

3 §az| 2%

z& | 2981 Eg

= O T 83 9 -

o L oo | 2%

| <& 2 [0

Miscellaneous tess <(

Plating finishes

Adhesion of plating, bur- 13b K There shall be no evidence of Glistert
nish method detachment of the plati

Porosity, gas exppsure 13c K
Porosity  electrographic 13d * K
test 13e *
Thickness of plating (other 13f * C qply with the relevant

areas than | contact

areas) (\

* See the third pafagraph of Clause 4.

8. Composite test patfer

Specimen E: Insulation resistance.

Specimen F: Conductor definition.

Specimen G: Peel strength.

Specimen H: Solderability of surface conductors.
Specimen J: Pull-off strength of lands with plain holes.
Specimen K: Plating finishes.

" Note. — The patterns A, F, G, H, J, K of the composite test pattern (obverse) in Figure 1a are identical with those given in
1EC Publication 326-4, Figure 1: Composite Test Pattern.
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